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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の短辺と第１の長辺とを有する長方形状の絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成され
たアンテナコイルと、前記アンテナコイルに電気的に接続されたＩＣチップと、前記絶縁
基板を挟んで前記ＩＣチップと反対側に設けられた封止層と、前記封止層に接着された補
強板と、を含み、前記ＩＣチップが実装される第１の面と、前記第１の面とは反対側の第
２の面とを有するアンテナモジュールと、
　前記第１の短辺と平行で同一の長さの第２の短辺と、前記第１の長辺よりも短い長さの
第２の長辺とを有し、前記第２の面の一部に設けられ、前記封止層及び補強板を収容する
孔が形成された延伸ポリエチレンテレフタラートからなる樹脂層と、
　前記第１の面を被覆するエポキシ樹脂からなる第１の接着材料層と、
　前記第１の接着材料層に接着された第１のシートと、
　前記第２の面と前記樹脂層と前記補強板とを被覆するエポキシ樹脂からなる第２の接着
材料層と、
　前記第２の接着材料層に接着され、可逆性感熱記録層を表面に有する第２のシートと
　を具備し、
　前記樹脂層の厚さＧは、前記封止層の厚さをＥ、該封止層の上に貼着された補強板の厚
さをＦとした場合、
　（Ｅ＋Ｆ）＞Ｇ≧（Ｅ＋Ｆ）×０．７
　の条件を満たす
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　ＩＣカード。
【請求項２】
　請求項１に記載のＩＣカードであって、
　前記第１及び第２の接着材料層の引張せん断接着強さが７Ｎ／ｍｍ２以下であるＩＣカ
ード。
【請求項３】
　請求項１に記載のＩＣカードであって、
　前記補強板が円形の場合、前記樹脂層の孔の開口部の直径の長さは前記補強板の直径と
比較して、同じか、１ｍｍ以下でより大きいＩＣカード。
【請求項４】
　請求項１に記載のＩＣカードであって、
　前記補強板が四角形の場合、前記樹脂層の孔の開口部も四角形であって、各辺の長さは
前記補強板若しくは前記封止層の各辺の長さと比較して、同じか、１ｍｍ以下でより大き
いＩＣカード。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報を記憶したＩＣモジュールが合成樹脂製の第１のシート材と第２のシー
ト材とで挟み込まれてなり、これら第１，第２のシート材のうち少なくとも一方の表面に
可逆性感熱記録層が設けられたＩＣカードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＲＦＩＤ（radio frequency identification）技術を利用した非接触ＩＣカード
や規格化されたカードサイズ以外のＲＦＩＤタグ、接触式のＩＣカード等のＩＣメディア
が広く普及している。特に非接触ＩＣカードやＲＦＩＤタグは、カードをカードリーダ上
に置くか、かざすだけで、情報のやりとりを行える利便性から、鉄道の出改札等の交通系
用途を中心に、入退出管理等のセキュリティシステム、工場における製品管理システムな
ど多様な分野で応用されている。
【０００３】
　非接触ＩＣカードは、アンテナ配線が形成された回路基板上にＩＣチップを実装して構
成されるＩＣモジュールを、合成樹脂製の一対のカード構成シートで挟み込んで製造され
る。
【０００４】
　従来より公知の非接触ＩＣカードの製造方法として、第１に、ＩＣモジュールを複数枚
のカード構成シートで挟み込み、熱プレス装置等によって各シート間を融着させて一体化
し、カードサイズに裁断する方法がある。また、第２の例として、カード表面を形成する
一対の外装シート材をロール状から連続的に供給しながら、シート面に接着剤を塗布し、
ＩＣモジュールを貼り付けてから各シート材を貼り合わせ、接着剤を硬化させた後、シー
トを定寸に裁断してカードとする方法がある（下記特許文献１参照）。更に、第３の例と
しては、上記２つの方法を組み合わせて非接触ＩＣカードを構成したものがある（下記特
許文献２参照）。
【０００５】
　ところで、ＩＣカードに記録される情報は、デジタル信号またはアナログ信号としてカ
ード内部のＩＣチップに格納される。したがって、ＩＣカードに記録された情報の内容を
表示あるいは確認する場合においては、専用の読取装置で記録情報の読み込み処理を行う
必要があり、一般のユーザが確認する手段はほとんどない。
【０００６】
　そこで、こうした情報記録内容をカード表面に簡易的に表示することへの要求が高まり
つつあり、近年、この要求を満足させるために、樹脂バインダー中に有機低分子を分散さ
せ、白濁・透明のコントラストにより表示を行う高分子／低分子タイプの可逆表示技術が
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開発されている。高分子／低分子タイプの可逆表示媒体は、プラスチックシート／着色層
／可逆性感熱記録（高分子／低分子）層／保護層から構成されている。また、これとは別
に、可逆性感熱記録層として、ロイコ化合物と顕減色剤とを高分子樹脂中に分散させたも
のを用いる可逆表示媒体もある（例えば下記特許文献３参照）。これらの可逆表示媒体は
サーマルヘッドによって印字し、その印字をサーマルヘッドによって消去することが可能
な可逆性感熱記録層（リライト層）として機能する。
【０００７】
【特許文献１】特開平９－１０９２６４号公報
【特許文献２】特開２００１－３１９２１０号公報
【特許文献３】特開２００４－１９２５６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来のリライト機能付きＩＣカードにおいては、カードの表面、特に、
ＩＣチップが埋め込まれている部分と埋め込まれていない部分との間に段差が発生し、印
字の際に上記段差の部分でサーマルヘッドとカード表面との間にスペーシングが発生し、
熱が正常に伝わらずに印字抜けや印字カスレ等の問題が発生していた。
【０００９】
　このような印字不良は、上述した熱プレス方式で製造されるＩＣカードに比べて、接着
剤を塗布、硬化させて製造されるＩＣカードに多く発生し、ＩＣチップ部周辺で発生しや
すい傾向にある。接着剤を塗布する際、ＩＣチップ上部は周辺のアンテナモジュール部と
比較して塗布される接着剤量が薄くなる。硬化時に発生する接着剤の収縮により、ＩＣチ
ップ上部は周辺のアンテナモジュール部と比較して収縮度合いが小さいために、ＩＣチッ
プ部が浮き出るような形状となり、サーマルヘッドとカードの表面にスペーシングが発生
してしまう。
【００１０】
　以下、ここで従来例について図２８、図２９、図３０を参照して説明する。非接触ＩＣ
カードを例に挙げて説明する。
【００１１】
　図２８は従来例による非接触ＩＣカード（以下「ＩＣカード」という）１の概略断面図
である。ＩＣカード１は、非接触通信用のＩＣモジュール２を接着材料層３を介して一対
の外装シート材４Ａ，４Ｂで挟み込んだ構成となっている。
【００１２】
　ＩＣモジュール２は、絶縁基板５と、この絶縁基板５の上に形成されたアンテナコイル
６とコンデンサー部７と、実装されたＩＣチップ８からなる。図３０で示すようにこのＩ
Ｃチップ８の実装部を表裏から挟み込む一対の金属製（ステンレス等）の補強板９Ａ，９
Ｂとを備えている。補強板９Ａ、９Ｂは封止剤１０、１０'により接着されている。
【００１３】
　絶縁基板５には、高分子フィルムを使用することができる。具体的には、ポリエステル
、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリ
イミド（ＰＩ）、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アクリル樹脂、ポリ
カーボネート、エポキシ樹脂、尿素樹脂、ウレタン樹脂、メラミン樹脂等、従来より用い
られている樹脂フィルムの中から適宜選択して利用することが可能であり、絶縁性であれ
ば特に制限されることはない。
【００１４】
　絶縁基板５の上に形成されるアンテナコイル６は、導電性ペーストを印刷したものや、
上記高分子フィルムとアルミ箔や銅箔等の金属箔とのラミネート基材を回路状にエッチン
グして形成される。絶縁基板５上にパターニングされるアンテナコイル６の表面形状は、
カード構成後の表面形状に反映されるため、平滑であるのが好ましい。
【００１５】
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　ＩＣチップ８とアンテナコイル６との接続方法としては、ＩＣチップ８の能動面に形成
された突起電極（バンプ）とアンテナコイルとを異方性導電膜を介してフリップチップ実
装する方式が採用されている。なお、これ以外の方法として、例えばはんだ付けによって
ＩＣチップ８を実装することができる。リライト層Ｒが外装シート材料、４Ａ、４Ｂの上
に形成されているが、ＩＣチップ部Ｑに対応して浮き上がっている。この浮き上がりはｒ
として示されている。この段差が印字抜けや印字カスレを生ずる。
【００１６】
　従って、接着剤を介して一対の外装シート材を貼り合わせて製造されるＩＣカードにリ
ライト機能を付加する場合、接着剤の硬化収縮が原因で発生するＩＣチップ部と周辺の段
差を無くし、印字抜けや印字カスレといった印字不良を生じさせないようにする必要があ
る。
【００１７】
　本発明は上述の問題に鑑みてなされ、接着剤を介して一対の外装シート材を貼り合わせ
て製造され、表面に可逆性感熱記録層（リライト層）を有するＩＣカードにおいて、印字
抜けや印字カスレを抑制して、印字性を向上させることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　以上の課題は、接着剤を硬化させてなる接着材料層を介して一対のシート材が互いに貼
り合わされ、情報を記憶したＩＣチップを実装したアンテナモジュールが内蔵され、前記
一対のシート材のうち少なくとも一方の表面には可逆性感熱記録層が設けられているＩＣ
カードにおいて、前記ＩＣチップのチップ本体側を囲繞する抜け穴を設けた樹脂層を前記
アンテナモジュール上に導入し、前記樹脂層の厚さＤは、前記ＩＣチップのチップ本体の
厚さをA、前記チップ本体をモールドしている接着剤層で前記チップ本体の上に存在する
該接着剤層の厚さをＢ、該接着剤層の上に貼着された補強板の厚さをＣとした場合、
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）≧Ｄ≧（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×０．７
の条件を満たし、前記アンテナモジュールに関し、前記チップ本体側の前記シート材の上
に前記可逆性感熱記録層が形成されていることを特徴とするＩＣカード
、によって解決される。
【００１９】
　本発明の構成によれば、ＩＣチップのチップ本体側のシート材上に可逆性感熱記録層（
リライト層）が形成されている場合であるが、接着剤の硬化により収縮した際にも段差が
発生せず、印字抜けや印字カスレといった印字不良を生じさせない。
【００２０】
　また以上の課題は、接着剤を硬化させてなる接着材料層を介して一対のシート材が互い
に貼り合わされ、情報を記憶したＩＣチップを実装したアンテナモジュールが内蔵され、
前記一対のシート材のうち少なくとも一方の表面には可逆性感熱記録層が設けられている
ＩＣカードにおいて、前記ＩＣチップの補強部側を囲繞する抜け穴を設けた樹脂層を前記
アンテナモジュール上に導入し、前記樹脂層の厚さＧは、前記アンテナモジュール上に存
在する接着剤層の厚さをＥ、該接着剤層の上に貼着された補強板の厚さをＦとした場合、
（Ｅ＋Ｆ）≧Ｇ≧（Ｅ＋Ｆ）×０．７
の条件を満たし、前記アンテナモジュールに関し、前記補強部側の前記シート材の上に前
記可逆性感熱記録層が形成されていることを特徴とするＩＣカード、によって解決される
。
【００２１】
　本発明記載の構成によれば、リライトシートをチップ本体の非実装面側、すなわちＩＣ
チップの補強部側に形成する場合である。チップ本体の非実装面側にはチップ本体が存在
しないが、ＩＣチップの強度を保つために封止剤もしくは接着剤と補強板を導入している
。樹脂層の厚みＧが（Ｅ＋Ｆ）≧Ｇ≧（Ｅ＋Ｆ）×０．７を満足することにより、硬化に
より収縮した際にも段差が発生せず、印字抜けや印字カスレといった印字不良を生じさせ
ない。
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【００２２】
　本発明の構成によれば、リライト層の平坦化が更に促進される。
【００２３】
　本発明記載の条件は樹脂層に設けられたＩＣチップ実装部の抜け穴の開口部の形状を規
定したものである。本発明はＩＣチップを実装し、封止剤を用いて補強板を設けた後のＩ
Ｃチップ実装部の露呈している補強板が円形であること、または、露呈している補強板若
しくはＩＣチップが四角形である場合を示している。抜け穴の開口部の大きさを本発明記
載の条件にすることにより、チップ部周辺に印字抜けや印字カスレといった印字不良を生
じさせない。
【００２４】
　本発明記載の構成では、樹脂層の一辺はアンテナモジュールの短辺と長さが同じ、且つ
平行に設置されることを定義している。また、少なくともＩＣチップの周辺を樹脂層で覆
うことが必須としている。これによりチップ部周辺に印字抜けや印字カスレといった印字
不良を生じない。
【発明の効果】
【００２５】
　接着剤を硬化させてなる接着材料層を介して一対のシート材が互いに貼り合わされ、情
報を記憶したＩＣチップを実装したアンテナモジュールが内蔵されたＩＣメディアにおい
て、前記一対のシート材のうち少なくとも一方の表面には、可逆性感熱記録層が設けられ
ているＩＣカードにおいて印字抜けや印字カスレが起こらない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図１乃至図４は本発明の第１の実施の形態によるＩＣカードを示すが、従来例の図２７
乃至図２９に示したＩＣカードに対応する要素については同一の符号を付すものとする。
本発明によれば、ＩＣチップを囲繞するように樹脂層１１がアンテナモジュール２板上に
導入される。樹脂層１１は図１、図２に示すようにＩＣチップＱ部分に抜け穴１２を持つ
形状にする。１２ａは抜け穴１２の開口部を表わす。
【００２７】
　樹脂層１１の厚みについては図５を参照して（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）≧Ｄ≧（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×０
．７であることを条件とした。リライト層ＲをＩＣ実装面側１３Ａ（図５）に埋設する際
の厚み条件である。ここで図５を参照してＩＣチップの厚みをＡ、ＩＣチップの上に存在
する接着剤層の厚みをＢ、補強板の厚みをＣ、樹脂層の厚みをＤとしている。Ｄが（Ａ＋
Ｂ＋Ｃ）よりも大きくなった場合、接着剤が硬化した後にチップ上部が凹んでしまう為、
チップ上部の印字抜けや印字カスレといった印字不良が生じてしまう。また、Ｄを（Ａ＋
Ｂ＋Ｃ）×０．７よりも薄くした場合、接着剤の硬化収縮が原因で発生するＩＣチップ部
とその周辺に発生する段差が発生し、印字抜けや印字カスレといった印字不良が生じてし
まう。
【００２８】
　樹脂層１１はアンテナモジュール２上に接着剤等を用いて接着することが望ましい。接
着剤としては、公知の熱硬化型樹脂、紫外線硬化型樹脂等を用いることができる。本実施
の形態では、熱硬化型樹脂が用いられ、具体的には、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポ
リウレタン硬化型樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アクリル系反応樹脂、ポリエステル樹
脂とポリイソシアネートプレポリマーの混合物、ポリエステルポリオールとポリイソシア
ネートとの混合物、ウレタンとポリイソシアネートとの混合物などが挙げられる。
【００２９】
　樹脂層１１をアンテナモジュール（ＩＣモジュール）２に接着する際の接着剤の厚みを
考慮したため、Ｄ≧（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×０．７とした。接着剤の厚みを考慮しても樹脂層の
厚みＤが上述の範囲であれば自由に設定することができる。第１の実施の形態では、ＩＣ
チップ実装面側１３Ａにリライト層Ｒを埋設もしくは形成する場合の例を示したが、ＩＣ
チップ非実装面側１３Ｂにリライト層を埋設する場合には（後述する図１２に示す第３の
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実施の形態の場合）、樹脂層の厚みＧは図５を参照して
（Ｅ＋Ｆ）≧Ｇ≧（Ｅ＋Ｆ）×０．７
の条件を適用することになる。なお、本願明細書では図５において、実装面１３Ａより上
方部分を「チップ本体側」、実装面１３Ｂより下方部分を「補強部側」と命名する。
【００３０】
　樹脂層１１の抜け穴１２の開口部はＩＣチップ８上部にある補強板９Ａ、９Ｂの大きさ
によりに合わせる必要がある。以下、例を挙げて説明する。仮に補強板９Ａ、９Ｂは円形
でそのサイズはφ７とした場合、抜け穴１２の開口部直径は補強板の９Ａ、９Ｂの直径と
比較して、同じか、１ｍｍ以下でより大きい、すなわちφ７～φ８とすることが望ましい
。補強板９Ａ、９Ｂの横には封止剤が出ているため、横から出ている封止剤の分まで考え
ると抜け穴は大きめに作ることが望ましいからである。
【００３１】
　上記は補強板９Ａ、９Ｂがφ７の場合の例であったが、補強板の大きさが変わる場合に
は上記と同じように抜け穴１２の開口部サイズを変更することにより容易に対応できる。
【００３２】
　樹脂層１１の形状については、例えば図２の１１に示すようにアンテナモジュール２上
に導入する。ここで樹脂層１１の一辺の長さがアンテナモジュール２の短辺と同じ長さで
、且つ平行に設置する。樹脂層１１の一辺の長さがアンテナモジュール２の短辺よりも短
い場合、図２０のように段差１４が生じる。リライト印字をする際にカードを導入する方
向は矢印Ａのようになっており、段差１４の部分で印字抜けや印字カスレが起こってしま
う。
【００３３】
　樹脂層１１のもう一辺の長さはｈであるが、ＩＣチップの周辺を完全に覆うように設置
する長さとする。よって図３に示すようにｈが図２の場合により大であってもよい。図４
のように長さｈがアンテナモジュール２の長辺の長さと同じであっても問題ない。必要に
応じて適宜選択すればよい。
【００３４】
　接着材料層３は、接着剤を硬化させてなるもので、ＩＣモジュール２を封止すると同時
に、表裏の外装シート材４Ａ，４Ｂ間を接着している。本実施の形態では、接着材料層３
として、引張りせん断接着強さが７Ｎ／ｍｍ2 以下、硬化収縮率が３％以下のものが用い
られている。
【００３５】
　接着剤としては、公知の熱硬化型樹脂、紫外線硬化型樹脂等を用いることができる。本
実施の形態では、熱硬化型樹脂が用いられ、具体的には、フェノール樹脂、エポキシ樹脂
、ポリウレタン硬化型樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アクリル系反応樹脂、ポリエステ
ル樹脂とポリイソシアネートプレポリマーの混合物、ポリエステルポリオールとポリイソ
シアネートとの混合物、ウレタンとポリイソシアネートとの混合物などが挙げられる。
【００３６】
　接着材料層３は、本実施の形態では２液性のエポキシ系接着剤を硬化させて形成される
。２液性のエポキシ系接着剤は、一般的に、エポキシ基を含有する化合物（主剤）と、ア
ミン類や酸無水物を含有する硬化剤を混ぜ合わせ、硬化反応によって接着する接着剤をい
う。
【００３７】
　エポキシ基を含有する化合物には、ビスフェノールＡ型、水添ビスフェノールＡ型、ノ
ボラック型、ビスフェノールＦ型、ブロム化エポキシ樹脂、環式脂肪族エポキシ樹脂、グ
リシジルアミン系樹脂、グリシジルエステル系樹脂などがある。
【００３８】
　一方、アミン類や酸無水物を含有する硬化剤には、脂肪族第１・第２アミン（トリエチ
レンテトラミン、ジプロピルトリアミン等）、脂肪族第３アミン（トリエタノールアミン
、脂肪族第１・第２アミンとエポキシの反応生成物等）、脂肪族ポリアミン（ジエチレン
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トリアミン、テトラエチレンペンタミン、ビス（ヘキサメチレン）トリアミン等）、脂肪
族アミン（メタフェニレンジアミン、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルス
ルフォン等）、アミンアダクド（ポリアミンとエポキシ基との反応生成物等）、芳香族酸
無水物（無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸等）、ジシアンジアミド及びその誘導
体、イミダゾール類等、チオール類が挙げられる。
【００３９】
　一方、外装シート材４Ａ，４Ｂは、ポリイミド、ポリエステル、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリエチレンナフタレートなどのポリエステル類、プロピレン等のポリオレフィ
ン類、セルローストリアセテート、セルロースジアセテート等のセルロース類、アクリロ
ニトリル－ブタジエン－スチレン樹脂、アクリロニトリル－スチレン樹脂、ポリスチレン
、ポリアクリロニトリル、ポリアクリル酸メチル、ポリメチルメタクリレート、ポリアク
リル酸エチル、ポリエチルメタクリレート、酢酸ビニル、ポリビニルアルコール等のビニ
ル系樹脂、ポリカーボネート類等の単体、または混合物などを用いることができる。
【００４０】
　外装シート材４Ａ，４Ｂは、文字や絵柄等が印刷された印刷シートとして用いることが
できる。外装シート材４Ａ，４Ｂに対する文字や絵柄等の印刷は、オフセット印刷法、ス
クリーン印刷法、グラビア印刷法等の公知の印刷法が適用可能である。
【００４１】
　外装シート材４Ａ，４Ｂは、その外側表面にリライト層（可逆性感熱記録層）（図１）
が設けられたリライトシートＲで構成することができる。本実施の形態では、外装シート
材４Ａ側を上記リライトシートＲで構成している。このリライトシートは、例えば、ポリ
エチレンテレフタラートフィルムと、着色層と、可逆性感熱記録層と、透明保護層とから
構成されている。
【００４２】
　この感熱記録層は、樹脂母材（マトリクス）に分散された有機低分子物質の結晶状態の
変化によって白濁・透明が可逆的に変化する高分子／低分子タイプと、樹脂母材に分散さ
れた電子供与呈色性化合物と電子受容性化合物との間の可逆的な発色反応を利用した熱発
色性組成物であるロイコ化合物タイプの何れかを選択し使用することができる。感熱記録
層は印刷、コーティング等により膜厚４μｍ～２０μｍ程度に設けることができる。
【００４３】
　高分子／低分子タイプの感熱性記録層中に分散される有機低分子物質としては、脂肪酸
、脂肪酸誘導体または脂環式有機酸が挙げられる。更に詳しくは、飽和または不飽和のも
の、あるいはジカルボン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、パルミチル酸、ヘプタデカ
ン酸、ステアリン酸、ナノデカン酸、アラキン酸、ベヘン酸、リグノセリン酸、セロチン
酸、モンタン酸、メリシン酸等が挙げられ、また、不飽和脂肪酸の具体例としては、オレ
イン酸、エライジン酸、リノール酸、ソルビン酸、ステアロール酸等が挙げられる。なお
、脂肪酸、脂肪酸誘導体または脂環式有機酸はこれらのものに限定されるものではなく、
かつ、これらの内の一種類または二種類以上を混合させて適用することも可能である。
【００４４】
　また、用いられる樹脂母材としては、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエステル
系樹脂、セルロースアセテート系樹脂、ニトロセルロース系樹脂、塩化ビニル系樹脂、酢
酸ビニル系樹脂の単独、混合あるいは共重合物が用いられる。一方、可逆性感熱記録層の
透明化温度範囲を制御するため、樹脂の可逆剤、高沸点溶剤等を添加することができる。
更に、可逆性感熱記録層の繰り返し印字消去耐性を向上させるため、樹脂母材に対応した
三次元架橋する硬化剤、架橋剤等を添加することができる。
【００４５】
　一方、ロイコ化合物タイプは、樹脂母材中に分散されたロイコ化合物と顕減色剤の可逆
的な発色反応を利用した熱発色性組成物で、印刷法、コーティング法などにより膜厚４μ
ｍ～２０μｍ程度に設けることができる。感熱記録層中に用いられる通常無色ないし淡色
のロイコ化合物としては一般的に感圧記録紙、感熱記録紙、感光記録紙、通電感熱記録紙
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、感熱転写紙等に用いられるものに代表され、ラクトン、サルトン、スピロピラン等の部
分骨格を有するキサンテン、スピロピラン、ラクトン、フルオラン、サルトン系等が用い
られるが、特に制限されるものではない。
【００４６】
　ロイコ化合物の具体例としては、３，３－ビス（ｐ－ジメチルアミノフェニル）－６－
ジメチルアミノフタリド、３，３－ビス（ｐ－ジメチルアミノフェニル）フタリド、３，
３－ビス（１，２－ジメチルインドール－３－イル）－６－ジメチルアミノフタリド、３
－ジメチルアミノ－６－クロロ－７－メチルフルオラン、３，３－ビス（９－エチルカル
バゾール－３－イル－５）－ジメチルアミノフタリド、３－ジメチルアミノ－７－ジベン
ジルアミノフルオラン、３－ジエチルアミノ－７－クロロフルオラン、３－ジエチルアミ
ノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－ピペリジノ－６－メチル－７－アニリノ
フルオラン、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（ｎ－エ
チル－ｎ－ニトリル）アミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－ジブチルアミ
ノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（ｎ－エチル－ｎ－テトラヒドロフリル
）アミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン等が挙げられ、単独または混合して用い
られる。
【００４７】
　また、顕減色剤は、熱エネルギの作用によりプロトンを可逆的に放出してロイコ化合物
に対し発色作用と消色作用を併せ持つ化合物である。すなわち、フェノール性水酸基また
はカルボキシル基からなる酸性基とアミノ基からなる塩基性基の双方を有し、熱エネルギ
の違いにより酸性または塩基性となって上記ロイコ化合物を発色、消色させるものである
。塩基性基は官能基として存在していてもよいし、化合物の一部として存在していてもよ
い。
【００４８】
　また、顕減色剤は酸性基、あるいは塩基性基の何れか一方の官能基を有する顕減色剤は
、例えば、アミノ安息香酸、ｏ－アミノ安息香酸、４－アミノ－３－メチル安息香酸、３
－アミノ－４－メチル安息香酸、２－アミノ－５－エチル安息香酸、３－アミノ－４－ブ
チル安息香酸、４－アミノ－３－メトキシ安息香酸、３－アミノ－４－エトキシ安息香酸
、２－アミノ－５－クロロ安息香酸、４－アミノ－３－ブロモ安息香酸、２－アミノ－２
－ニトロ安息香酸、４－アミノ－３－ニトロ安息香酸、３－アミノ－４－ニトリル安息香
酸、アミノサリチル酸、ジアミノ安息香酸、２－メチル－５－アミノナフトエ酸、３－エ
チル－４－アミノナフトエ酸、ニコチン酸、イソニコチン酸、２－メチルニコチン酸、６
－クロロニコチン酸等がある。また、塩基性基を塩化合物の一部として有するものには、
フェノール性水酸基またはカルボキシル基を有する化合物とアミノ基を有する化合物の塩
または錯塩であり、例えば、ヒドロキシ安息香酸類、ヒドロキシサリチル酸類、没食子酸
類、ビスフェノール酢酸等の酸と、脂肪族アミン類、フェニルアルキルアミン類、トリア
リルアルキルアミン類等の塩基との塩または錯塩が挙げられる。
【００４９】
　この具体例としては、ｐ－ヒドロキシ安息香酸－アルキルアミン塩、ｐ－ヒドロキシ安
息香酸－フェニルアルキルアミン塩、ｍ－ヒドロキシ安息香酸－アルキルアミン塩、ｐ－
ヒドロキシ安息香酸メチル－アルキルアミン塩、ｐ－ヒドロキシ安息香酸ステアリル－ア
ルキルアミン塩、ビスフェノール酢酸－アルキルアミン、ビスフェノール酢酸オクチル－
アルキルアミン塩等が挙げられ、単独または混合して用いられる。なお、ロイコ化合物及
び顕減色剤はこれらのものに限定されるものではなく、これらの内の一種類又は二種類以
上を混合させて適用することも可能である。
【００５０】
　そして、用いられる樹脂母材としては、アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウ
レタン系樹脂、ポリウレア、メラミン、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリビニルピロ
リドン、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、ポリビニルブチラール等の樹脂の単独
、混合または共重合体が用いられる。更に、可逆性感熱記録層の繰り返し印字消去耐性を
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向上するため、樹脂母材に対応した三次元架橋する硬化剤、架橋剤などを添加することが
できる。更に、耐性を向上させるためにロイコ化合物と比較的相溶性の高い紫外線吸収剤
を添加することができる。
【００５１】
　図６は本発明の第１の実施の形態によるＩＣカードにおける樹脂層１１に形成した抜け
穴１２の開口部１２ａとＩＣチップＱの上方の補強板９Ａとの関係を示すものである。
【００５２】
　図７は本発明の第２の実施の形態によるＩＣカードにおける樹脂層１１に形成した抜け
穴1２'の開口部１２'ａに露出しているＩＣチップＱの上方の補強板９Ａ'との関係を示す
ものである。
【００５３】
　図８は本発明の第２の実施の形態におけるＩＣカードの断面図であるが、上述したよう
にＩＣチップＱを囲繞するように樹脂層１１に形成した抜け穴1２'の開口部１２'ａが正
方形である場合である。
【００５４】
　図９は図２と同様にＩＣチップの樹脂層１１の上面に沿った横断面図であるが、第１の
実施の形態の図２に対応するもので抜け穴１２'の開口部１２'ａは正方形である。その他
は、第１の実施の形態と同様である。
【００５５】
　図１０、図１１は第１変形例及び第２変形例を示し、アンテナモジュール２の長辺に沿
った長さを変えた例を示すものである。
【００５６】
　図１２は本発明の第３の実施の形態によるＩＣカードの縦断面図であり、この場合には
アンテナモジュール２の下面側、すなわちＩＣチップＱのチップ本体８の非実装側、すな
わち補強部側に樹脂層１１'を導入し、かつ、リライト層Ｒを下面に形成した場合を示す
。
【００５７】
　図１３では抜け穴１２の円形の開口部１２ａが明示されている。その他は上記実施の形
態と同様である。
【００５８】
　図１４、図１５は、樹脂層１１'のアンテナモジュール２の長辺に沿う長さを変えた例
（第１、第２変形例）を示している。
【００５９】
　図１６は、本願の第４の実施形態によるＩＣカードの縦断面図である。抜け穴の開口部
１２ａを正方形とした場合である。その他は全く上記実施の形態と同様である。
【００６０】
　図１８、図１９は第１、第２変形例を示し、アンテナモジュールの長辺に沿う樹脂層１
１'の長さを変えた場合を示している。
【実施例】
【００６１】
　以下、本発明の実施例について説明する。ここでは円形の補強板９Ａ、９Ｂを用いた。
【００６２】
　厚み５０μｍのＰＥＮ基材に両面にＡＬを用いて厚み３０μｍのアンテナコイルとコン
デンサー部を導入したアンテナモジュール２に、厚み１７５μｍ、４ｍｍ角のＩＣチップ
８をフリップチップボンディングにより接続した。その後封止剤、補強板９Ａ、９Ｂを用
いてＩＣチップ８の封止を行った。ＩＣチップ本体非実装面１３Ｂについても封止剤、補
強板を用いて封止を行った。図５におけるＡ～Ｃ、Ｅ，Ｆの厚みはそれぞれＡ＝１７５μ
ｍ、Ｂ＝５０μｍ、Ｃ＝５０μｍ、Ｅ＝５０μｍ、Ｆ＝５０μｍとなった。
【００６３】
　カード化する際の接着剤は引張りせん断接着強さ４．５Ｎ／ｍｍ2 のエポキシを用いて
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行った。樹脂層１１、１１'の材質は延伸ポリエチレンテレフタラートを用いた。アンテ
ナモジュールへの樹脂層１１、１１'の接着は前記エポキシ樹脂を用いてカード化前に接
着を行った。樹脂層１１、１１'の厚み、樹脂層１１、１１'の抜け穴開口部１２ａ、１２
'ａの形状、樹脂層の設置面（ＩＣチップ実装面側かＩＣチップ非実装面側）条件を各々
振ってカード化を行った。リライト性評価は、リライト層の印字のカスレの有無を主要観
点として○、×の２段階評価とした。すなわち、カスレの無いものを○、カスレのあるも
のを×とした。
【００６４】
　表１～表３は樹脂層をＩＣチップ実装面側に設置した場合の実施例、比較例である。
【００６５】
　表１は樹脂層の厚みを変更した場合である。実施例１では、Ａ＋Ｂ＋Ｃの厚みは２７５
μｍである。請求項１記載の（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）≧Ｄ≧（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×０．７を満たす厚み
は、２７５μｍ≧Ｄ≧１９２．５μｍである。従って、実施例２、３でもこの条件内であ
る。比較例１のように樹脂層が薄すぎる場合、チップ部周辺に印字カスレが発生してしま
う。比較例２のように厚すぎた場合はチップ部上部が逆にへこむことになり、チップ上部
が印字抜けすることになる。
【００６６】
【表１】

【００６７】
　表２は樹脂層の形状を比較したものである。比較例４のように樹脂層をＩＣチップ部周
辺だけに設置した場合は、図２０の樹脂層１１とアンテナモジュール２の境界１４の部分
で印字抜けが発生する。比較例５記載のようにＩＣチップ部全体を覆わない場合にはＩＣ
チップ部周辺で印字抜けが発生する。
【００６８】
【表２】

【００６９】
　表３は抜け穴の開口部径を比較した場合である。比較例６のように抜け穴開口部１２ａ
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の径がφ６と小さすぎた場合にはＩＣチップ部周辺が盛り上がるために印字抜けが発生す
る。逆に比較例７のように抜け穴開口部が大きすぎるとＩＣチップ部の周りに凹みが発生
し印字抜けが発生することになる。
【００７０】
【表３】

【００７１】
　表４～表６は樹脂層をＩＣチップ本体非実装面側に設置した場合の実施例、比較例であ
る。
【００７２】
　表４は樹脂層の厚みを変更した場合である。Ｅ＋Ｆの厚みは１００μｍである。本発明
記載の（Ｅ＋Ｆ）≧Ｇ≧（Ｅ＋Ｆ）×０．７を満たす厚みは、１００μｍ≧Ｇ≧７０μｍ
である。比較例１１のように樹脂層が薄すぎる場合、チップ部周辺に印字カスレが発生し
てしまう。比較例１２のように厚すぎた場合はチップ部上部が逆にへこむことになり、チ
ップ上部が印字抜けすることになる。
【００７３】
【表４】

【００７４】
　表５は樹脂層の形状を比較したものである。比較例１３のように樹脂層をＩＣチップ部
周辺だけに設置した場合は、図２２の樹脂層１１'とアンテナモジュール２の境界１４の
部分で印字抜けが発生する。比較例１４記載のようにＩＣチップ部全体を覆わない場合に
はＩＣチップ部周辺で印字抜けが発生する。
【００７５】
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【表５】

【００７６】
　表６は抜け穴の開口部径を比較した場合である。比較例１５のように抜け穴の開口部径
がφ６と小さすぎた場合にはＩＣチップ部周辺が盛り上がるために印字抜けが発生する。
逆に比較例１６のように抜け穴が大きすぎるとＩＣチップ部の周りに凹みが発生し印字抜
けが発生することになる。
【００７７】

【表６】

【００７８】
　次に補強板として正方形の形状をした補強板９Ａ'、９Ｂ'を用いた場合の実施例を示す
。
【００７９】
　厚み５０μｍのＰＥＮ基材に両面にＡＬを用いて厚み３０μｍのアンテナコイルとコン
デンサー部を導入したアンテナモジュールに、厚み１７５μｍ、４ｍｍ角のＩＣチップ８
をフリップチップボンディングにより接続した。その後、封止剤、補強板を用いてＩＣチ
ップの封止を行った。ＩＣチップ非実装面についても封止剤、補強板を用いて封止を行っ
た。図５におけるＡ～Ｃ、Ｅ，Ｆの厚みはそれぞれＡ＝１７５μｍ、Ｂ＝５０μｍ、Ｃ＝
５０μｍ、Ｅ＝５０μｍ、Ｆ＝５０μｍとなった。図９にアンテナモジュールの外観を示
す。図９は補強板の形状以外は図２と同じである。
【００８０】
　この実施例は、補強板以外は全て同じ構造でアンテナモジュール及びカードを試作する
。
【００８１】
　カード化する際の接着剤は引張りせん断接着強さ４．５Ｎ／ｍｍ2 のエポキシを用いて
行った。樹脂層の材質は延伸ポリエチレンテレフタラートを用いた。アンテナモジュール
への樹脂層の接着は前記エポキシ樹脂を用いてカード化前に接着を行った。樹脂層の厚み
、樹脂層の抜け穴の開口部形状、樹脂層の設置面（ＩＣチップ実装面側かＩＣチップ非実



(13) JP 4894202 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

装面側）条件を各々振ってカード化を行った。リライト性評価は、リライト層Ｒの印字の
カスレの有無を主要観点として○、×の２段階評価とした。すなわち、カスレの無いもの
を○、カスレのあるものを×とした。
【００８２】
　表７～表９は樹脂層をＩＣチップ実装面側に設置した場合の実施例、比較例である。
【００８３】
　表７は樹脂層の厚みを変更した場合である。Ａ＋Ｂ＋Ｃの厚みは２７５μｍである。請
求項１記載の（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）≧Ｄ≧（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×０．７を満たす厚みは、２７５μｍ
≧Ｄ≧１９２．５μｍである。比較例２１のように樹脂層が薄すぎる場合、チップ部周辺
に印字カスレが発生してしまう。比較例２２のように厚すぎた場合はチップ部上部が逆に
へこむことになり、チップ上部が印字抜けすることになる。
【００８４】
【表７】

【００８５】
　表８は樹脂層の形状を比較したものである。比較例２４のように樹脂層をＩＣチップ部
周辺だけに設置した場合は、図２４の樹脂層とアンテナモジュールの境界１４の部分で印
字抜けが発生する。比較例２５記載のようにＩＣチップ部全体を覆わない場合にはＩＣチ
ップ部周辺で印字抜けが発生する。
【００８６】

【表８】

【００８７】
　表９は抜け穴の開口部径を比較した場合である。比較例２６のように抜け穴の開口部径
が６ｍｍ角と小さすぎた場合にはＩＣチップ部周辺が盛り上がるために印字抜けが発生す
る。逆に比較例２７のように抜け穴が１０ｍｍ角と大きすぎるとＩＣチップ部の周りに凹
みが発生し印字抜けが発生することになる。
【００８８】
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【００８９】
　表１０～表１２は樹脂層をＩＣチップ非実装面側に設置した場合の実施例、比較例であ
る。
【００９０】
　表１０は樹脂層の厚みを変更した場合である。Ｅ＋Ｆの厚みは１００μｍである。本発
明記載の（Ｅ＋Ｆ）≧Ｇ≧（Ｅ＋Ｆ）×０．７を満たす厚みは、１００μｍ≧Ｇ≧７０μ
ｍである。比較例３１のように樹脂層が薄すぎる場合、チップ部周辺に印字カスレが発生
してしまう。比較例３２のように厚すぎた場合はチップ部上部が逆にへこむことになり、
チップ上部が印字抜けすることになる。

【００９１】

【表１０】

【００９２】
　表１１は樹脂層の形状を比較したものである。比較例３３のように樹脂層をＩＣチップ
部周辺だけに設置した場合は、図２６の樹脂層とアンテナモジュールの境界１４の部分で
印字抜けが発生する。比較例３４記載のようにＩＣチップ部全体を覆わない場合にはＩＣ
チップ部周辺で印字抜けが発生する。
【００９３】
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【表１１】

【００９４】
　表１２は抜け穴の開口部径を比較した場合である。比較例３５のように抜け穴の開口部
径が６ｍｍ角と小さすぎた場合にはＩＣチップ部周辺が盛り上がるために印字抜けが発生
する。逆に比較例３６のように抜け穴径が１０ｍｍ角と大きすぎるとＩＣチップ部の周り
に凹みが発生し印字抜けが発生することになる。
【００９５】

【表１２】

【００９６】
　以上、本発明の実施の形態及び実施例について説明したが、勿論、本発明はこれらに限
定されることなく本発明の技術的思想に基づいて種々の変形が可能である。
【００９７】
　例えば、以上の本発明の実施の形態ではアンテナモジュール２の一方側にＩＣチップを
囲繞する樹脂層を設けたが、他方側にも樹脂層を設けてもよい。この場合、印刷されるリ
ライト層を両側に形成してもよく、印刷される側は任意に選択するようにしてもよい。
【００９８】
　また、以上の発明の実施の形態ではアンテナモジュール２の長辺方向には、図２、図３
及び図４で示すように３通りの長さを示したが、勿論これに限ることなく、ＩＣチップＱ
を包含するだけの長さであればよい。
【００９９】
　また、以上の実施の形態で説明した接着材料層の材料や樹脂層の材料については上述し
たものに限ることなく、他の材質も適用可能である。
【０１００】
　また、樹脂層１１をアンテナモジュール２に接着するのに別途、接着剤を用いたが樹脂
層の材質によっては、その接着剤を省略することができる。
【０１０１】
　更に、以上の実施の形態ではＩＣチップＱのチップ本体を含むチップ本体側及びアンテ
ナモジュールの下方に存在する補強部側のうち少なくともリライト層側には樹脂層を設け



(16) JP 4894202 B2 2012.3.14

10

20

30

40

て上述のようなＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ間に請求項に記載した条件を満足するように樹脂
層厚みＤ、Ｅを設定したが、場合によっては補強部側のＥすなわち、封止剤としての接着
剤の層はほとんど０（零）であってもよい。すなわち、アンテナモジュールの下面に接着
剤を薄く塗布し、これに補強板９Ｂを固定させるような構造にも本発明は適用可能である
。この場合にはＥがほぼ０（零）となるが、本発明の適用範囲である。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるＩＣカードの断面図。
【図２】図１における２－２線方向の横断面図。
【図３】第１変形例を示す横断面図。
【図４】第２変形例を示す横断面図。
【図５】ＩＣチップの約半部の断面図。
【図６】ＩＣチップの補強板が円形である場合の抜け穴開口部との関係を示す平面図。
【図７】補強板が正方形である場合の抜け穴開口部との関係を示す平面図。
【図８】本発明の第２の実施形態によるＩＣカードの断面図。
【図９】図８における横断面図。
【図１０】第１変形例を示す横断面図。
【図１１】第２変形例を示す横断面図。
【図１２】本発明の第３の実施形態によるＩＣカードの断面図。
【図１３】図１２における横断面図。
【図１４】第１変形例を示す横断面図。
【図１５】第２変形例を示す横断面図。
【図１６】本発明の第４の実施形態によるＩＣカードの断面図。
【図１７】図１６における横断面図。
【図１８】第１変形例を示す横断面図。
【図１９】第２変形例を示す横断面図。
【図２０】第４比較例を示す横断面図。
【図２１】第５比較例を示す横断面図。
【図２２】第１３比較例を示す横断面図。
【図２３】第１４比較例を示す横断面図。
【図２４】第２４比較例を示す横断面図。
【図２５】第２５比較例を示す横断面図。
【図２６】第３３比較例を示す横断面図。
【図２７】第３４比較例を示す横断面図。
【図２８】従来例のＩＣカードの断面図。
【図２９】アンテナモジュールの平面図
【図３０】ＩＣチップの断面図である。
【符号の説明】
【０１０３】
　２・・・アンテナモジュール、４Ａ、４Ｂ・・・外装シート材、８・・・ＩＣチップ、
９Ａ、９Ｂ、９Ａ'、９Ｂ'・・・補強板、１０、１０'・・・封止剤、１１、１１'・・・
樹脂層、１２、１２'・・・抜け穴、１２ａ、１２ａ'・・・開口部、Ｒ・・・リライト層
（可逆性感熱記録層）。
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